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１．概要（Summary） 

これまでシリコンやガラス基板に形成してきた名のスケ

ールの構造体を樹脂シート上に形成できるかどうかにつ

いて実験を行った。 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 

汎用 ICP エッチング装置 ULVAC CE-300I 
汎用平行平板 RIE 装置 SAMCO RIE-10NR 
形状・膜厚・電気評価装置群 NanoSpec 

【実験方法】 
ハードマスク含有レジストを樹脂シート上にコートし、エ

ッチングすることでナノ構造体を形成する。 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
エッチングのマスクに対する基板の深さ方向における

垂直性を CCP と ICP プラズマ装置で評価した。CCP で

のエッチング結果を Figure 1 に示す。ピラーの側壁が若

干のテーパー形状となっている。 

 
Figure 1. Polymer pillars by CCP 
これに対して、Figure 2 に示す ICP プラズマ装置を用

いた結果では、より垂直性が増し、ピラーの底面部と頭頂

部においての径差がほぼなくなっていることが分かる。 

 
Figure 2. Polymer pillars by ICP 
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